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CONGRESOS Y REUNIONES.

III CONFERENCIA RUMANA s o-

BRE HORMIGON

El Consejo Nac ional de lngenieros y
Tecnicos de la Republica Socialista de
Rumania ha di spue sto realizar su Ter
cera Conferenc ia sobre Hormig on para
e l 22 al 24 de octubre de e ste afio,
£1 tema principal de l a reunion sera
Esttucturas de Horm igon Armado y e s

tli dividido en tres c ap itulo s: uno so

bre Estudios de proyectos de estructu

ras de hormigon armado, comprende
nuevos c onceptos respecto a proyecros
y metodos de construcc ion, principios
modernos de proyecto en hormigon ar

mado, merodos de calculo que toman

en cuenta la fluenc ia lenta y la re

trace ion del hormigon, interacc ion de
las partes estruc rur ale s con las no e s

ttucturales, me todos de c alculo y de
construcc ion para ed ific ios re s i stente s

a sismos, metodos de calculo para e s

tructuras de bormigon con aridos l iv ia
DOS; otto sobre Metodos modernos de
consrrucc ion, incluye e l uso de moldes
deslizantes y metodos modernos para
esttucturas hormigonadas en s it.io: el
tercero se refiere a Cascaras y tratara
sobre teorias de ca lculo y modernos
metodos de construcc ion.

Cualquier informacion sobre e sta

conferencia debe solicitarse a:

Consiliul National Al Inginerilor Si

Tehnicienlor, Bucure sti , Calea Victorei
Dr. US, Rumania.

CONFERENCIA INTERAMERICA-

NA EN TECNOLOGIA DE MATE

RIALES

Esta conferencia, que fue aouociada
en numerol anteriores de esta Revista,

se real izo en la forma programada, en

los dias 24 al 27 de agosto, en la c iu
dad de Mejico. Han sido public ados ya
los trabajos pre senrados , en dos tomos,
e 1 p[lmero contiene los relacionados
con tecnologia de materiales y el se

gundo, aquel los que versan sobre e du
cac ion en mater iale s.

El primer tomo c onsta de 738 pagi
nas en las cuale s se incluyen 66 ar

ticulo s distribuidos en los 17 temas

del programa anunciado. Todos ellos
se refieren al conoc imiento tecnologico
de los materiales y a procesos de d i
recta apl icac ion a problemas de desa
rrollo.

Muchos de los articulos sobre edu
c ac ion en materiales, cootenidos en el
20 torno, e stan orientados principal
mente a examinar los problemas que de
beran afrontar los paise s de America
Latina para desarrollar las acrividade s

educacionales y de invesrigac ion en e l
area de la ciencia de los materiale s. Se
hace ver en e llos con bastante insis
tencia la necesidad de ace lerar la
rransferenc ia de tee nologia de sde los

paises desarrollados hacia Larinoame
rica, por intermedio de los organismos
internac ionale s, pero, ademas , de es

rablecer programas de esrudios de rna

reriales a nivel de graduados y de post
grado para fomentar e 1 desarrollo de

tecnologias propias.

70 CONGRESO INTERNACIONAL
DE MICROSCOPIA ELECTRONICA.

El 70 Congre so Internacional de Micros

copia Electronica se celebre en Greno
ble, Francia, entre e l 30 de Agosto y
e 1 5 de Septiembre de 1970, bajo el

auspicio de la Federac ien Internacional
de Soc iedades de Microscopia Electre-
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nica y organizado e sra vez por la So
ciedad Francesa de Microscopja Elec
tronica,

Asistieron delegados de 42 paise s,
entre e 1I0s Chile, que fue representado

por e l Sr. Enrique Grlinbaum y e l Sr.

John Eades del Departamento de Fisi

ca, y la Sra, Irena Dumler del IDIEM,
rodos de la Faculrad de Cienc ias F lsi
cas y Maremaricas de la Universidad
de Chile.

EI primer congreso se realize en

Delft en 1949 y desde entonce s se han
venido celel:rando cada cuatro afios,
De sde e se congreso hasta la fecha se

ha notado un lento pero c onstante au

men to de los trabajos sobr e temas no

hiolog icos ,
en un principio el 80% de

las comunicaciones correspondian a

trabajos en biologia, pero ya en el

Congreso de Kyoto, japon, en 1966,
la proporc ion casi se igualo con 325
trabajos no biologicos sobre un total
de aproximadamente 700, los que se pu
blicaron en dos volumene s , uno para
cada grupo, En el Congreso de Kyoto
tambien parricipo IDIEM con dos traba
jos (ver REVISTA DEL IDIEM, vol. 6,
nQ 2). En el Congreso de Grenoble que
�om(>ntamos, se presentaron 1141 c ornu

nicaciones, que se publicaron en tres

vohimene s: el primero comprende 334
trabajos sobre metodos y tecnicas ge
nerales de microscopia e lectronica, e I

segundo corresponde a 327 trabajos so

bre fisica y el tercero a 480 c omunica
c:iones sobre biologia,

De Iberoamerica participaron sola
MDte dos paises: Chile con un trabajo
.obre peliculas delgadas titulado De

I_c., structures in epitaxial titanium

Iii.. on mica de J obn Eade s (vol, 2,
421) y Argentina, que partie ipa por
pdmera vez, con varios trabajos biolo

,ieos.
Paralelamente a las sesiones de tra

bajo se efectuaron nueve simposios so

bre los s iguiente s temas: microsc opia
e lectrcnica de reflex ion, microscopia
e lectronica de alt., tension, microanali
sis, fisica de metales, microscopia
e lecminica a bajas temperaturas, re

construcc ion de es tructuras macromole
culare 5, inmunoc itoqulmlca ultraes

ttuctural, autotadiografia y citoquimica
y membranas. Diversos aspectos de ca

da uno de estos temas fueron desarro-

llados por c ie nt ific os e s pe c ia Iiz ados ,

procediendose a una d i sc us ion de spue s

de cada conferenc ia ,

Se organizo rarnb ie n una exhibic ion
de micrografias e le c tronic a s entre las

que Hamaron la atenc ion aque llas toma

das de rocas lunares. Tamb ien eran no

tables las que ilustraban la forma como

s e determinan or ienrac ione s cr i stale

grafica s mediante e l microscopio de re

flexion, tecnica desarrollada durante
los tre s ultimos afios en Ing larerr a. flu
bo otra e xhib ic ion de equipo c ie nt if ic o

en la que part ic ipo una rre inre na de
firmas comerciales oc upando un total
de 1100 m2 para exponer microscopios
e Icc tronic os en operac ion asi como los
instrumentos y ac c e sor io s mas a vanz a

dos en e sre campo. Notable e s la apa·
ric ion de las nuevas microsondas en

combinac ion con un microscopiu de
rransmis ion/ reflex ion.

Actualmente el intere s de la micros

copia e lec tronic a se c onc e ntr a en dos

campos, se gun se e vide nc io en e l pre
s e nte c ongr e so, EI pr imero e s la mi

croscopia de transrnis ion de alta ten

sion, operandose con volta je de I mi
Ilon a 3 millones de volts, con una re

s oluc ion teor ic a de I All y un aurne nto

sobre la pantalla de 1.000.000 X. Hay
dos instrume ntos que operan con 3 Me V

en la actualidad, uno construido en

e l Laboraror io de Optic a Elec rronic a

de Toulouse (Francia) y el otr o en e I
Central Research Laboratory Hitachi
Ltd. (j apon). Se espera asi e ntrar en

dominios hasta hoy prohibidos a Ia

microscopia elee. rron ic a como son la
observac ion de la materia viva, y de
meta le s 0 ale ac ione s , no en e srado de
laminas delgadas como se observan

hoy, sino en trozos de dimensiones
mas considerables.

EI segundo campo de intere s
, es Ia

microscopia de reflex ion, s ie ndo no

table la aparic ion de un nuevo micros

copio de alta resoluc ion desarrollado

por A. Crewe y J. Wall en la L'niver s i
dad de Chicago. Su re s oluc ion es de

SAil, operando a 2S kilovolts. Con e s

te instrumento se han logrado v isual i
zar atomos de torio y uranio pertene
cientes a moleculas gigantes de cier
tos compuestos organicos. Hayen
construccion otro de estos aparatos
que operara bajo 100 kilovol ts y ten-
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dra una re so luc ion de 3 AO, pudiendo
por 10 tanto competir con el microsco

pio de transmi s ion c onve nc iona l, Otro
hecho importante en esta clase de mi

croscopia es el descubrimiento de dia

gramas tipo Kikuchi, que perm iren de
terminar or ientac ione s cr is ta lograf ica s ,

Actualmente se trabaja con inte ns idad
en la formulae ion de la teoria que ex

plique la formac ion de e s tos diagra
mas, asi como tambie n en la cons

truce ion de aditamentos que perrniran
sondear areas inferiores a 10 11.

Finalmente cabe rec ordar que el

proximo Congre so Internac ional de Mi

croscopia Elec tronic a se c e lebrara en

1974 en Australia.
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NORMAS INDITECNOR

INDITECNOR ha reanudado la publica
cion de su bole tin de not ic ias que se

habia interrumpido en el nO 16 de ene

ro-abr il de 1969. EI nO 17 aparec io en

junio de e ste ana y se han publicado a

continuac ion se i s nurneros mas, en los
cuales se re sefia la act iv idad de ese

Instituto, que dia a dia cobra mayor
impetu e importanc ia,

Con respecto a l a elaborac ion de

normas, INDITECNOR ha proseguido
su labor con re nd irnienro crec iente . Des
tacamos, entre las normas que se e sran

discuriendo 0 se han aprobado rec ien
temente , las s ig uienre s por su re lac i o n

con te mas de nuestro inrere s,

PROYECTOS DE NORMAS

CONSULTA PUBLICA

Nch801. c70. Arquitectura y construe

cion. Pane le s prefabricados. Ensa
yo de compre s ion,

Nch802. c70. Arquitectura y c on struc

ciOn. Pane le s prefabricados. Ensa

yo de carga horizontal.
Nch803. c70. Arquitectura y construe-

EN
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c ion. Pane le s prefabricados. Ensa

yo de flexion.
�ch8()4. c70. Arquitectura y construe

cion. Pa ne le s prefabricados. Ensa

yo de impac to,

Nch80S. c70. Arquire ctura y construe

c ion. Pane le s prefabricados. Ensa

yo de pe netr ac ion.
Nch807. ciO. Alambres para cables de

acero. Espec ific ac ione s,

Nch808. c70. Alambres para cables de
ac ero. Ensayo a la trace ion.

Nch809. c70. Alambre s para cables de
acero. Ensayo a la torsion.

Nch810. c70. Alambres para cables de
ac ero , Ensayo de plegado alternado.

NORMAS EN CONSULTA PUBLI-

CA

Nch427. cR70. Calculo de construe

c ion de ac ero,

Nch78G. c70. Madera. Pre servac ion.
Cla s if ic ac ion de los pre servadore s.

Nch7SS. p70. Madera. Pre servac ion,
Medic ion de la penetrac ion y de
la retenc ion de preservadores en

la madera.
Nch789. c70. Madera. Pre servac ion,

Clas ific ac ion de maderas comer

c iale s por su durabilidad natural.
Nch790. c70. \fadera. Pre servac ion,

Composic ion de los preservadores
de la madera.

Nch797. c70. Albafirler ia de ladrillos
c eramic os. Terminologia y clasi
Iic ac ion.

Nch74S. c70. Arquitectura y construe

cion. Des ignac ion y repre senrac ion

graf ica de marer iale s y elementos.

NORMAS PROVISIONALES

Nch71l. p70. Arquitecrura y construe

cion. De s ignac ion grafica de ele
mentos para consrrucc iones sani

tar ia s ,

Nch432. p70. Calc ulo de la ace ion del
v ienro sobre las c onsrrucc iones,

Nch72S. p70. Alcantarillado. Tubos de
asbes to cemento. Espec ific ac iones.

Nch730. p70. Acero. Perfiles e struc

rale s sold ados al arco sumergido.




